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	2019年电子行业标准项目计划表 XE "电子行业标准项目计划表" \\y "100000" \\b 
半导体器件 XE "半导体器件" \y "100001" 

	序号
	申报号
	项目名称
	性质
	制修
订
	代替标准
	采标情况
	完成
年限
	部内主管司局
	技术委员会或
技术归口单位
	主要起草单位
	备注

	
	GSJCPZT0101-2019
	半导体器件 第14-5部分：半导体传感器 PN结半导体温度传感器
	推荐
	制定
	
	IEC 60747-14-5:2010,IDT
	2021
	电子信息司
	全国半导体器件标准化技术委员会
	苏州纳芯微电子股份有限公司
	

	
	GSJCPZT0102-2019
	半导体器件 分立器件 第15部分：绝缘功率半导体器件
	推荐
	制定
	
	IEC 60747-15:2010,IDT
	2021
	电子信息司
	全国半导体器件标准化技术委员会
	西安电力电子技术研究所等
	

	
	GSJCPZT0103-2019
	半导体器件 分立器件 第17部分：基本和加强隔离的电磁和电容耦合器
	推荐
	制定
	
	IEC 60747-17:2011,IDT
	2021
	电子信息司
	全国半导体器件标准化技术委员会
	苏州纳芯微电子股份有限公司
	

	
	GSJCPZT0104-2019
	半导体器件 机械和气候试验方法 第37部分：使用加速度计进行板级跌落试验方法
	推荐
	制定
	
	IEC 60749-37:2008,IDT
	2021
	电子信息司
	全国半导体器件标准化技术委员会
	中国电子科技集团第十三研究所
	

	
	GSJCPZT0105-2019
	半导体器件 机械和气候试验方法 第38部分：半导体器件的软错误试验方法
	推荐
	制定
	
	IEC 60749-38:2008,IDT
	2021
	电子信息司
	全国半导体器件标准化技术委员会
	工业和信息化部电子第五研究所
	

	
	GSJCPZT0106-2019
	半导体器件 机械和气候试验方法 第39部分：半导体元器件原材料的潮气扩散率和水溶解性测量
	推荐
	制定
	
	IEC 60749-39:2006,IDT
	2021
	电子信息司
	全国半导体器件标准化技术委员会
	工业和信息化部电子第五研究所
	

	
	GSJCPZT0107-2019
	半导体器件 机械和气候试验方法 第40部分：采用应变仪的板级跌落试验方法
	推荐
	制定
	
	IEC 60749-40:2011,IDT
	2021
	电子信息司
	全国半导体器件标准化技术委员会
	中国电子科技集团第十三研究所
	

	
	GSJCPZT0108-2019
	半导体器件 机械与气候试验方法 第44部分：半导体器件的中子辐照单粒子效应（SEE）试验方法
	推荐
	制定
	
	IEC 60749-44:2016,IDT
	2021
	电子信息司
	全国半导体器件标准化技术委员会
	工业和信息化部电子第五研究所
	

	
	GSJCPZT0109-2019
	集成电路 电磁发射测量 第3部分：辐射发射测量 TEM小室和宽带TEM小室法
	推荐
	制定
	
	IEC 61967-2:2005,IDT
	2021
	电子信息司
	全国半导体器件标准化技术委员会
	中国电子技术标准化研究院
	

	
	GSJCPZT0110-2019
	集成电路 电磁发射测量 第4部分：传导发射测量 1Ω/150Ω直接耦合法
	推荐
	制定
	
	IEC 61967-4:2006,IDT
	2021
	电子信息司
	全国半导体器件标准化技术委员会
	中国电子技术标准化研究院、北京智芯微电子科技有限公司、华大半导体有限公司等
	

	
	GSJCPZT0111-2019
	集成电路 电磁兼容建模 第1部分：通用建模框架
	推荐
	制定
	
	IEC 62433-1:2019,IDT
	2021
	电子信息司
	全国半导体器件标准化技术委员会
	中国电子技术标准化研究院、北京智芯微电子科技有限公司、华大半导体有限公司、联合汽车电子有限公司等
	

	
	GSJCPZT0112-2019
	集成电路 电磁兼容建模 第2部分：集成电路电磁干扰特性仿真模型 传导发射建模(ICEM-CE)
	推荐
	制定
	
	IEC 62433-2:2017,IDT
	2021
	电子信息司
	全国半导体器件标准化技术委员会
	中国电子技术标准化研究院、北京智芯微电子科技有限公司、华大半导体有限公司、联合汽车电子有限公司等
	

	
	GSJCPZT0113-2019
	集成电路 电磁兼容建模 第3部分：集成电路电磁干扰特性仿真模型 辐射发射建模（ICEM-RE）
	推荐
	制定
	
	IEC 62433-3:2017,IDT
	2021
	电子信息司
	全国半导体器件标准化技术委员会
	中国电子技术标准化研究院、北京智芯微电子科技有限公司、华大半导体有限公司、联合汽车电子有限公司等
	

	
	GSJCPZT0114-2019
	集成电路 电磁抗扰度测量 第2部分：辐射抗扰度测量 TEM小室和宽带TEM小室法
	推荐
	制定
	
	IEC 62132-2:2010,IDT
	2021
	电子信息司
	全国半导体器件标准化技术委员会
	中国电子技术标准化研究院
	

	
	GSJCPZT0115-2019
	集成电路 电磁抗扰度测量 第4部分：射频功率直接注入法
	推荐
	制定
	
	IEC 62132-4:2006,IDT
	2021
	电子信息司
	全国半导体器件标准化技术委员会
	中国电子技术标准化研究院、北京智芯微电子科技有限公司、华大半导体有限公司、联合汽车电子有限公司等
	

	
	GSJCPZT0116-2019
	集成电路 脉冲抗扰度测量 第2部分：同步瞬态注入法
	推荐
	制定
	
	IEC/TS 62215-2:2007,IDT
	2021
	电子信息司
	全国半导体器件标准化技术委员会
	中国电子技术标准化研究院、北京智芯微电子科技有限公司、华大半导体有限公司、联合汽车电子有限公司等
	

	
	GSJCPZT0117-2019
	集成电路 收发器的EMC评估 第1部分：通用条件和定义
	推荐
	制定
	
	IEC 62228-1:2018,IDT
	2021
	电子信息司
	全国半导体器件标准化技术委员会
	中国电子技术标准化研究院、北京智芯微电子科技有限公司、华大半导体有限公司、联合汽车电子有限公司等
	

	
	GSJCPZT0118-2019
	静电放电敏感度试验 传输线脉冲 器件级
	推荐
	制定
	
	IEC 62615:2010,IDT
	2021
	电子信息司
	全国半导体器件标准化技术委员会
	苏州泰思特电子科技有限公司、中国电子技术标准化研究院、北京智芯微电子科技有限公司、华大半导体有限公司等
	


	2019年电子行业标准项目计划表

磁性元件与铁氧体材料 XE "磁性元件与铁氧体材料" \y "100011" 

	序号
	申报号
	项目名称
	性质
	制修
订
	代替标准
	采标情况
	完成
年限
	部内主管司局
	技术委员会或
技术归口单位
	主要起草单位
	备注

	
	GSJCPZT0119-2019
	铁氧体磁心的标记
	推荐
	制定
	
	IEC 61333 Ed2.0,IDT
	2021
	电子信息司
	全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会
	横店集团东磁股份有限公司、中国电子技术标准化研究院、南京新康达磁业股份有限公司、海宁联丰磁业股份有限公司、常熟皮爱尔奇磁性科技有限公司
	

	
	GSJCPXT0120-2019
	电工术语 磁性材料与元件
	推荐
	修订
	GB/T 9637-2001
	IEC 60050-221 AMD3:2007,IDT
	2021
	电子信息司
	全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会、全国电工术语标准化技术委员会
	中国电子科技集团公司第九研究所、电子科技大学、中机生产力促进中心
	


	2019年电子行业标准项目计划表

频率控制和选择用压电器件 XE "频率控制和选择用压电器件" \y "100021" 

	序号
	申报号
	项目名称
	性质
	制修
订
	代替标准
	采标情况
	完成
年限
	部内主管司局
	技术委员会或
技术归口单位
	主要起草单位
	备注

	
	GSJCPZT0121-2019
	钽酸锂和铌酸锂衬底片平面度光学测试方法
	推荐
	制定
	
	
	2021
	电子信息司
	全国频率控制和选择用压电器件标准化技术委员会
	天通控股股份有限公司、无锡市好达电子有限公司、中国电子科技集团公司第二十六研究所、中国科学院上海硅酸盐研究所
	

	
	GSJCPZT0122-2019
	压电、介电和静电振荡器的测量技术 第1部分：基本测量方法
	推荐
	制定
	
	IEC 62884-1:2017,IDT
	2021
	电子信息司
	全国频率控制和选择用压电器件标准化技术委员会
	北京晨晶电子有限公司、武汉海创电子股份有限公司、唐山国芯晶源电子有限公司、中国电子技术标准化研究院
	

	
	GSJCPXT0123-2019
	有质量评定的压电、介电和静电振荡器 第1部分：总规范
	推荐
	修订
	GB/T 12274.1-2012
	IEC 60679-1:2017,IDT
	2021
	电子信息司
	全国频率控制和选择用压电器件标准化技术委员会
	北京晨晶电子有限公司、武汉海创电子股份有限公司、唐山国芯晶源电子有限公司、嘉兴佳利电子有限公司
	

	
	GSJCPXT0124-2019
	石英晶体元件参数的测量 第8部分：表面贴装石英晶体元件用测量夹具
	推荐
	修订
	GB/T 22319.8-2008
	IEC 60444-8:2016,IDT
	2021
	电子信息司
	全国频率控制和选择用压电器件标准化技术委员会
	唐山国芯晶源电子有限公司、北京晨晶电子有限公司、湖北泰晶电子科技股份有限公司
	


	2019年电子行业标准项目计划表

无人驾驶航空器 XE "无人驾驶航空器" \y "100031" 

	序号
	申报号
	项目名称
	性质
	制修
订
	代替标准
	采标情况
	完成
年限
	部内主管司局
	技术委员会或
技术归口单位
	主要起草单位
	备注

	
	GSJCPZT0125-2019
	民用无人驾驶航空器系统身份识别 第2部分：模组通用要求
	推荐
	制定
	
	
	2021
	电子信息司
	工业和信息化部电子工业标准化研究院
	深圳市大疆创新科技有限公司、中国电子技术标准化研究院、华为技术有限公司、中国航空综合技术研究所、等
	

	
	GSJCPZT0126-2019
	民用无人驾驶航空器系统身份识别 第10部分：三维空间位置标识编码
	推荐
	制定
	
	
	2021
	电子信息司
	工业和信息化部电子工业标准化研究院
	北京大数据研究院、中国电子技术标准化研究院、上海华为技术有限公司、中国航空综合技术研究所等
	


	2019年电子行业标准项目计划表

信息产业用微特电机及组件 XE "信息产业用微特电机及组件" \y "100041" 

	序号
	申报号
	项目名称
	性质
	制修
订
	代替标准
	采标情况
	完成
年限
	部内主管司局
	技术委员会或
技术归口单位
	主要起草单位
	备注

	
	GSJCPZT0127-2019
	集成谐波减速器电机装置通用技术条件
	推荐
	制定
	
	
	2021
	电子信息司
	全国信息产业用微特电机及组件标准化技术委员会
	中国电子科技集团公司第二十一研究所、中国电子技术标准化研究院
	

	
	GSJCPZT0128-2019
	减速直流电动机通用技术条件
	推荐
	制定
	
	
	2021
	电子信息司
	全国信息产业用微特电机及组件标准化技术委员会
	中国电子科技集团公司第二十一研究所、工业和信息化部电子第四研究院、宁波中大力德传动股份有限公司
	

	
	GSJCPZT0129-2019
	无刷直流力矩电动机通用技术条件
	推荐
	制定
	
	
	2021
	电子信息司
	全国信息产业用微特电机及组件标准化技术委员会
	中国电子科技集团公司第二十一研究所、工业和信息化部电子第四研究院、成都微精电机股份有限公司（第906厂）
	


	2019年电子行业标准项目计划表

印制电路 XE "印制电路" \y "100051" 

	序号
	申报号
	项目名称
	性质
	制修
订
	代替标准
	采标情况
	完成
年限
	部内主管司局
	技术委员会或
技术归口单位
	主要起草单位
	备注

	
	GSJCPZT0130-2019
	电子装联技术 第4部分：阵列型封装表面安装器件焊点的耐久性测试方法
	推荐
	制定
	
	IEC 62137-4:2014,MOD
	2021
	电子信息司
	全国印制电路标准化技术委员会
	中国电子科技集团公司第三十六研究所、中国电子技术标准化研究院、航天科工集团第三研究院第八三五八研究所等
	

	
	GSJCPZT0131-2019
	电子装联技术 电子模块
	推荐
	制定
	
	IEC 62421:2007,MOD
	2021
	电子信息司
	全国印制电路标准化技术委员会
	中国电子科技集团公司第三十六研究所、中国电子技术标准化研究院
	

	
	GSJCPZT0132-2019
	环境试验 第2-82部分：测试方法XW1：电子电器元器件晶须测试方法
	推荐
	制定
	
	IEC 60068-2-82:2007,NEQ
	2021
	电子信息司
	全国印制电路标准化技术委员会
	工业和信息化部电子第五研究所、佛山赛宝信息产业技术研究院、中国电子技术标准化研究院
	

	
	GSJCPZT0133-2019
	嵌入式基板测试方法
	推荐
	制定
	
	IEC 62878-1-1:2015,MOD
	2021
	电子信息司
	全国印制电路标准化技术委员会
	中国电子科技集团公司第十五研究所、中国电子技术标准化研究院
	

	
	GSJCPZT0134-2019
	使用条形码和二维符号的电子元器件产品包装标签
	推荐
	制定
	
	IEC 62090:2016,NEQ
	2021
	电子信息司
	全国印制电路标准化技术委员会
	中国电子技术标准化研究院
	

	
	GSJCPZT0135-2019
	印制电路和其它内连接结构用材料 第4-12部分：不覆铜的预浸料系列分规范 限定燃烧性的E玻璃纤维布增强多官能无卤团环氧粘结片
	推荐
	制定
	
	IEC 61249-4-12:2005,NEQ
	2021
	电子信息司
	全国印制电路标准化技术委员会
	苏州生益科技有限公司、中国电子技术标准化研究院
	

	
	GSJCPZT0136-2019
	印制电路和其它内连接结构用材料 第4-14部分：不覆铜的预浸料系列分规范 多层印制电路板无铅装联用限定燃烧性的E玻璃纤维布增强环氧粘结片
	推荐
	制定
	
	IEC 61249-4-14:2009,NEQ
	2021
	电子信息司
	全国印制电路标准化技术委员会
	苏州生益科技有限公司、中国电子技术标准化研究院
	

	
	GSJCPZT0137-2019
	印制电路和其它内连接结构用材料 第4-15部分：不覆铜的预浸料系列分规范 多层印制电路板无铅装联用限定燃烧性（垂直燃烧）的E玻璃纤维布增强多官能团环氧粘结片
	推荐
	制定
	
	IEC 61249-4-15:2009,NEQ
	2021
	电子信息司
	全国印制电路标准化技术委员会
	苏州生益科技有限公司、中国电子技术标准化研究院
	

	
	GSJCPZT0138-2019
	印制电路和其它内连接结构用材料 第4-16部分：不覆铜的预浸料系列分规范 多层印制电路板无铅装联用限定燃烧性（垂直燃烧试验）的玻璃纤维布增强多功能无卤环氧粘结片
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